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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Deuxi¢me partie: Essais — Essai T: Soudure

1 1
(
k|
2) ¢

3)

del

Pro|

~

Aut

iblications

Les décisions ou accords officiels de la CE1 en ce qui concerne les questions techniques, préparés
u sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, exprimengda ande\mesupe possible
n accord international sur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréée

nesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette de

h présente norme a été établie par le Sous-co
h CEI: Essais climatiques et mécaniques.

PREAMBULE

par des\Comités d’Etudes

hationaux.

Dans le but d’encourager Iunification internationale, la CET exprimede véu J adoptent
lans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, " da ey a).lionales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la a_rcgle~nationale cortespondante doif, dans la

aniques divers, du Comité d’Etydes N° 50

975. A la suite de cette réunion, un projet,|document
és pationaux suivant la Régle des Six Mois en septembre 1976.

= Pays-Bas
Etats-Unis d’Amérique Pologne
Finlande Portugal
France Royaume-Uni
Hongrie Suéde

Israél Suisse

Italie Turquie

Norvége

itées dans la présente norme:

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Premiére partie: Générallités.
: Deuxiéme partie: Essais. Essais B: Chaleur séche.

68-2-3: Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.

249:  Matériaux de base a recouvrement métallique pour circuits imprimés.

326-27 Cartes imprimees. Deuxicme partic: Methodes d essai.

Remarque concernant I’article C.1 de I’annexe C

"« WW » est une désignation courante d’une colophane trés blanche (pure), connue des experts du monde entier et utilisée
par tous les fournisseurs de colophane.

La méthode de la « balle et de ’anneau » est connue et utilisée couramment dans les laboratoires ol 1a colophane est soumise
a des essais.

La méthode du point de fusion (ou point de goutte) connue sous le nom de « méthode d’Ubbelohde » est utilisée couram-
ment dans les laboratoires ol la colophane est soumise a4 des essais. Elle constitue une variante 4 la méthode d’essai du
«point de goutte de graisse lubrifiante » donnée dans la norme ISO 2176. La «méthode d’Ubbelohde » est utilisée principale-
ment pour P’essai des bitumes.


https://iecnorm.com/api/?name=122fae0e658ad1fc86c306533b778843

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part 2: Tests — Test T: Soldering

FORKEWORD

1) The forrhal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as $ossible; an_interfiational
consensys of opinion on the subjects dealt with.

2) They haye the form of recommendations for international use and they are accepted by~the Natio i i thiat
sense.
3) In order|to promote international unification, the IEC expresses the wish that ational (Committees should adopt

the text of the 1E C recommendation for their national rules in so far as nationa i A ity Any divergenge
between [the 1E C recommendation and the corresponding national rules s exbe
in the lafter.

This standlard has been prepared by Sub-Committee isce Environmental Tests, of IEC Technical Corh
mittee No. $0, Environmental Testing.

This editipn supersedes all previous editions.

A first dhaft was discussed at the megting held in As A result of this meeting, a draft, Documept
50C(Central Office)7, was submitted to, iopal Co ittees\for.a prov under the Six Months’ Rule in September 1976.

Months’ Procedure in March 1978

The following countries vated e
Australi@
Austria

South Africa (Republic of)

Spain
Belgium Sweden

Switzerland

X ether]ands Turkey

Norway United Kingdom

Poland : United States of America

Portugal

Other IEC publications guatedin this standard:
Publications Nos. 68-1% i& Environmental Testing Procedures. Part 1: General.

PRa : Tests. Tests B: Dry Heat.
68-2-3: Test Ca: Damp Heat, Steady State.
249:  Metal-clad Base Materials for Printed Circuits.
326-2+  Printed Boards. Part 2- Test Methods

Note concerning Clause C.1 of Appendix C

“WW?* is a common designation of very white (pure) colophany that is well known by experts all over the world and used
by all suppliers of colophany.

The “ball and ring”’ method is known and used in laboratories where colophany is tested.

The flow point (or dropping point) method, known as “Ubbelohde method’” is known and commonly used in laboratories
where colophany is tested. It is a variant of the method of test for the “dropping point of lubricating grease’® given in
ISO 2176. The “Ubbelohde method”’ is used mainly for the testing of bitumen.
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Deuxiéme partie: Essais — Essai T: Soudure

1. Domaine d’application

La présente norme est applicable & tous les composants électriques et électroniques susceptibles

d’€tre soumis aux essais spécifiés ci-apres.

2.| Objet
Cet essai a pour but de déterminer I’aptitude des sorties de

étre facilement mouillés et de vérifier que le composant lui-
rations de montage par soudage.

3.[ Terminologie

Angle de contact

imprimés a

s des opé-

re» dans le
», « souda-

de la téré-
des esters

Pinterface
tact entre

Liquide

FIGURE 1

087179
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BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part- 2: Tests — Test T: .Soldering

1. Scope

This standard is applicable to all electrical and electronic components liable to be submitted to

the

2. Objed
T
tha
3. Term
Not
3.1 Cold

A
treg

Not

3.2 Con

1
intg
wit

tests described below.

nology

. — (Refers to French text only).

iphony

| natural resin obtained

p. — “Rosin’’ is"a_synk
term “r

Contact angle

as.the residue fteva] of thrpentine from the oleo-resin of the pine
, consisting mainly of abietie dci i related-resin geids, the remainder being resin acid esteys.

act angle

n general the angle en : ween two planes, tangent to a liquid surface and a solid/liqyid
rface aKtheirintersecti igure 1). In particular the contact angle of liquid solder in contct
h a solid met

Solid
2
FIGURE 1 o
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3.3  Mouillage
Formation d’un revétement adhérent d’alliage sur une surface. Un angle de contact faible est
indicatif du mouillage.
34 Non-mouillage
Impossibilité de former un revétement adhérent d’alliage sur une surface. Dans ce cas, I’angle de

contact est beaucoup plus grand que 90°.

3.5 Retrait de mouillage

3.6| Soudabilité

Propriété d’une surface d’étre facilement mouillée par ’alliag

3.7| Temps de soudage

Temps requis, pour une surface définie, pour étre

3.8 Résistance a la chaleur de soudage

Aptitude d’un spécimen a résiste 0

s
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33

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Wetting

The formation of an adherent coating of solder on a surface. A small contact angle is indicative

of wetting.

Non-wetting

The inability to form an adherent coating of solder on a surface. In this case the contact angle is
much greater than 90°.

De-wetting

n] g < O—o© FrOteH
tremely thin film of solder

an cxy

Soldei
Th

Solde
Th

Resistance to soldering heat

Th

ability

ing time

e time required for a defined surface area to be wetted

e ability of a specimen to withstand th

may remain. As the solder retracts the contact angl

e property of a surface which allows it to be readily wetted by molte
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. 4, Essai Ta: Soudabilité des sorties par fils ou par cosses

4.1 Objet

Déterminer la soudabilité des surfaces qui, sur des sorties par fils ou par cosses, doivent étre
mouillées par ’alliage en fusion, et, si cela est prescrit, déceler les retraits de mouillage éventuels.

4.2 Description générale de I’essai

L’essai Ta prévoit trois différentes méthodes d’essai, & savoir:

Méthode tBaimdattage 5 235-°€
Méthode 2: Fer a souder a 350 °C
Méthode 3: Méthode de Ia goutte d’alliage a 235 °C

La méthode du
ne conviennent p

ment accéléré.
suivant

. . s Ao
—H—l&-@@ﬁi&m&-ﬁ&i’—d—!mm—maﬁﬁ-.

e du bain
éralement
hvec cette

deux une
age est un

méthodes

Si la spécificatio iculiéfeTe S es conditions d’essai doivent étre précédées d’u
i i ¢ doit indiquer une des méthodes de vieillisseme

4.8.X Laisser la surface a essayer dans son état de réception et ne pas la toucher des doigts ulté

vieillisse-
t accéléré

ieurement

4.3.2 - Ne pas nettoyer le spécimen avant I’exécution de I’essai de soudabilité. Si la spécification particuliére
le prescrit, on peut dégraisser les sorties par immersion dans un solvant organique neutre 2 la tempé-

rature du laboratoire.

4.4 Mesures initiales

Examiner visuellement le spécimen et, si la spécification particuliére le prescrit, effectuer les véri-

fications €lectriques et mécaniques prescrites.
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4. Test Ta: Solderability of wire and tag terminations

4.1 Object

To determine the solderability of the areas on wire and tag terminations that are required to be
wetted by solder, and, if required, to determine any de-wetting.

4.2 General description of the test

Test Ta provides three different test methods, viz.:

Method1Solder bathrat235-°€
Method 2: Soldering iron at 350 °C
Method 3: Solder globule at 235 °C

Method 1 with suitable changes in times and temperatures is used t
behayiour.

The test method to be used shall be indicated in the relevant spécificat
is the one which simulates most closely the soldering procedure
howg¢ver, it is not practicable to express the results as a nyfmbe

With the solder globule method a speci
soldgr of a given weight. It is easy to apply and the

onditioning may be preceded by acceleratdd
one of the following ageing procedures:

4.3.1 Th¢ surface to be tested shall be in the “as received”’ condition and shall not be subsequently touchgd
by t . .

4.3.2 The specimen shall not be cleaned prior to the application of a solderability test. If required by the
relevant specification, the specimen may be degreased by immersion in a neutral organic solvent at
room temperature.

4.4 Initial measurements

The specimens shall be visually examined and, if required by the relevant specification, electrically
and mechanically checked.
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4.5 Vieillissement accéléré

Si la spécification particuliére impose d’effectuer un vieillissement accéléré, elle doit prescrire
I’une des méthodes suivantes.

Note. — On peut détacher les sorties si la température de vieillissement est supérieure & la température maximale de
fonctionnement ou de stockage du composant, ou si le composant risque d’étre gravement endommagé a
100 °C dans la vapeur d’eau, ce qui peut affecter la soudabilité d’une maniére qui ne se produit normalement
pas en vieillissement naturel.

4.5.1 Vieillissement 1

Ta specification particuliere doit indiquer s1 'on doit appliquer le vieillissement Ia (I|h dans la
vapeur d’eau bouillante) ou 1b (4 h dans la vapeur d’eau bouillante). On suspend l’écha[ltillon, ses
it et 30 mm

au boro-
Les sorties

n systéme

des fentes

Maintenir constant le niveau ELement de
fagon graduelle, en petites quantite si utiliser

une colonne a reflux (voir figure 3

4.5.2 Vieillissement 2

Soumettre pe i|Ca, de la
Publicat%@ r humide.
A Publica-

"essai pen-

4.6 “Méthode 1- Bain d’alliage g 235 °C

Dans ce paragraphe est exposé le mode opératoire pour s’assurer de la soudabilité des fils de sortie,
des cosses et des sorties de forme irrégulicre.

4.6.1 Description du bain d’alliage

Le bain d’alliage ne doit pas avoir moins de 40 mm de profondeur ni un volume inférieur a 300 ml.
L’alliage contenu dans le bain est conforme 2 I’annexe B. La température de ’alliage avant 1’execu-
tion de I’essai doit étre de 235 4 5 °C.
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4.5 Accelerated ageing

If accelerated ageing is required by the relevant specxﬁcatlon one of the following procedures shall
be adopted. : ,

Note. — Terminations may be detached if the ageing temperature is higher than the component’s maximum operating

or-storage temperature, or if the component is likely to degrade considerably at 100 °Cin steam and thus affect
the solderability in a manner which would not normally occur in natural ageing.

4.5.1 Ageing 1

is ;I;)hl

tical, with the area to be tested posmoned 25 mm to 30 mm above the surface of boi

which| i

The termination shall be not less than 10 mm from the walls of the vessel.

Thd
capab)

speci

The

small quantities, so that the water will continue %o bg
may Ye provided if desired. (See Figure 3,

4.5.2 Ageing 2
Spe¢imens are subjec ) 2 3 at;” steady state, according to Test Ca of]
L E C Rublication &@, Ra amp Heat, Steady State.
4.53 Ageing 3

Spe¢i 4 k
Publicption 68-2-2, Patt

4.5.4 At the end of thedconditienip
for testing for not

4.6 Metho

speci::]:ens shall be devised; perforations or slots in the co¥er are pe

vessel shall be provided with a cover of like material consisti
e of covering approximately seven-eighths of the opening—=

en holder shall be non-metallic.

o, the specimen shall be subjected to standard atmospheric conditions
ess than 2 h and not more than 24 h.

I Solder bath at 235 °C

This

method provides a procedure for assessing the solderability of wires, tags, and terminations of

irregular form.

4.6.1 Description of solder bath

The

solder bath shall be not less than 40 mm in depth and not less than 300 ml in volume. The

bath shall contain solder as specified in Appendix B, and the temperature of the solder in the bath
prior to the test shall be 235 + 5 °C.
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4.6.2 Flux

4.6.3

Utiliser un flux contenant 25% en masse de colophane dans 75% en masse de 2-propanol (iso-

propanol) ou d’alcool éthylique, selon les prescriptions de 1’annexe C.

Lorsqu’un flux non activé ne convient pas, la spécification particuliére peut prescrire d’utiliser le

flux ci-dessus additionné de chlorhydrate de diéthylamine (pureté « réactif pour analyse »)

Mode opératoire

a concur-

.rence de 0,5% de chlorure (exprimé en chlore libre par rapport a la quantité de colophane).

Maintenir propre et brillante la surface de ’alliage en fusion en la raclant, immédiaterpent avant

Plonger d’abord la sortie a essayer dans le flux décrit au parag 4.6. : Erature du

pouvant donner des résultats similaires. En cas de contestatio

tre moyen
re pendant

1 min 4 5s.
en fusion.
immergée
us’de 1’alliage en fusion, a la ditance que
ors sorti du bain a 25 4+ 2,5 mm/s.
Pour les compg a spécification particuliére peut prgscrire une
durée d’immersion
Si cela gst p it pa Scifisatiomparticuliére, on peut placer entre le corps du comiposant et
l’alliag au i t des trous
correspondd
Enlever ks r¢ flux éventykls avec du 2-propanol (isopropanol) ou de I’alcool éthylique.

grossissement’de 4 X a 10 .

e ayant un

iadtéi e doit étre recouverte d’une he d’alli i

illante, avec

seulement un petit nombre d’imperfections dispersées, telles que piqiires, zones non mouillées ou
présentant un retrait de mouillage. Ces imperfections ne doivent pas &tre concentrées en une seule

région.

47 Meéthode 2: Fer & souder a 350 °C

Cette méthode permet de s’assurer de la soudabilité des sorties dans le cas ol ni la méthode du

bain ni la méthode 3 la goutte ne peut étre employée.
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4.6.2 Flux

The

— 15 —

flux to be used shall consist of 25% by weight of colophony in 75% by weight of 2-propanol

(isopropanol) or of ethyl alcohol, as specified in Appendix C.

When non-activated flux is inappropriate, the above flux with the addition of diethylammonium
chloride (analytical reagent grade), up to an amount of 0.5% chloride (expressed as free chlorine
based on the colophony content), may be used as required by the relevant specification.

4.6.3 Procedure

The
immed

The
labora

be car:

surface of the molten solder shall be wiped clean and bright with a piece of g
iately before each test. '

Theltermination is then immersed immediately in the solderbath iinthedirecti longitudinal
axis. Tlhe point of immersion of the termination shall be at 4 distance ndt les 0 mm from the
walls gf the bath.

The([speed of immersion shall be 25 4 all remain immersed for
2.0 4 0.5 s with the body of the component at the distance ab oldér prescribed in the relevant
specifi¢ation. The specimen shall then be withdrawn a

For
mersio

If re
thickn
body (¢

components having a
n time of 5.0 4- 0.5 s.

quired by the relevant spesification, ermally insulating material of 1.5 4= 0.5 mm
pss with cleaﬁiﬁ_ i he size of the termination may be placed between the
f the compo 3

flux residue shail\ NOVE propanol (isopropanol) or ethyl alcohol.

4.6.4 Reguiremien

The

dipped surface shall be covered with a smooth and bright solder coating with no more than

small amounts of scattered imperfections such as pin-holes or un-wetted or de-wetted areas. These
imperfections shall not be concentrated in one area.

4.7 Method 2: Soldering iron at 350 °C

This method provides a procedure for assessing the solderability of terminations in cases where the

solder

bath or globule methods are impracticable.
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4.7.1 Description des fers a souder
Forme A

Température de la panne: 350 4 10 °C (au début de I’essai)

Diamétre de la panne: 8 mm
Longueur exposée: 32 mm se réduisant a une aréte sur une longueur d’environ 10 mm.
Forme B

Température de la panne: 350 4 10 °C (au début de ’essai)

Diameétre de 123 panne- 2 mm
P

Longueur exposée: 12 mm se réduisant a une aréte sur une longueuid’environ| 5 mm.

Selon I’usage courant, la panne doit &tre de cuivre, de préférence
cuivreux résistant a 1’érosion, et étamée sur la surface d’essai.

o

1 d’alliage

411.2 Alliage et flux

z

pécifications de I’ajnexe B et
e‘conformément & 1{annexe C.

oulemennde 1’essai afin de s’assurer de lp présence
du flux.

4.1.3 Mode opératoire

e la forme A ou de la forme B, conformfment aux

de fagon que le fer puisse &tre appliqué sur la surface d’essai

i€caniques pour les sorties sont nécessaires a ’exécution de I’essai, cep supports

e

Panne du fer a souder

- —

Corps du composant Fil de sortie

Fil & flux incorporé: en
quantite suffisante pour
recouvrir la surface d'essai

088179
FIGURE 2
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4.7.1 Description of soldering irons

4.7.2

4.7.3

Size A

Bit temperature: 350 4+ 10 °C (at start of test)
Bit diameter: 8 mm

Exposed length: 32 mm reduced to a wedge shape over a length of approximately 10 mm.

Size B

Bit temperature: 350 4 10 °C (at start of test)

Bit_diameter: 3Imm

Exposed length: 12 mm reduced to a wedge shape over a length of approxim4 mm

Th
accol

Solder and flux
A tored solder wire shall be used comprising solder as specified i B\with a core or corgs
containing 2.5% to 3.5% colophony as specified in Ap heck shall be made

during the test for the presence of flux.

Progedure

B iron.

Component body Termination

e bit shall be made of copper, preferably plated with iron or of erosion re
dance with usual practice, and tinned at the test surface.

e nominal diamete

cover test area .
Soldering iron bit

/

088179
FIGURE 2
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Lorsque I’essai est effectué sur des composants sensibles a la température, la spécification particu-
liere doit indiquer la distance de la surface d’essai au corps du composant ou ’emploi d’un dissipa-
teur thermique approprié.

La spécification particuliére peut spécifier des modalités différentes lorsque Ia forme des sorties
rend impossible I’application des modalités ci-dessus.

L’exceés d’alliage restant sur la surface d’essai du fer aprés un essai antérieur doit étre enlevé par
essuyage.

Le fer et I’alliage doivent étre appliqués & la sortie pendant 2 s & 3 s, sauf spécification contraire,
a I’endroit indiqué dans la spécification particuliére. Durant cette période le fer doit rester immobile.

Enlever les résidus de flux éventuels avec du 2-propanol (isopropanol) ot lique.

4.71.4 Prescriptions

L’examen doit étre effectué sous un éclairage adéquat, a I’c¢
grossissement de 4 X a 10 X.

ayant un

L’alliage doit avoir mouillé la surface d’essai et il ¢ de goutteletfes.

4.8 Méthode 3: Méthode de la goutte d’alliage a 2

Cette méthode permet de détermi par fils de section circulair.

4.8.1 Méthode d’essai

L’appareillage décri axe gy de fagon qu’une goutte d’alliage en fusion soit
p

partagée en deup ¢ : i la goutte
utour du

4.9
4.82.

maniére

Diameétre nominal du fil Masse nominale de la pastille

(mm) (mg)

1,2 40,75 200
0,74 2 0,55 125
0,54 2 0,25 75
Inférieur a 0,25 50

Note. — Pour les écarts admissibles par rapport & la masse nominale, voir I’article B3 de I’annexe B.

4.8.2.2 Température de la broche en fer

L’appareillage doit étre réglé de fagon que la température, mesurée comme indiqué dans ’annexe D,
figures 4 et 5, page 50, soit maintenue a 235 4 2 °C.
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When testing heat-sensitive components, the relevant specification shall specify the distance of the
test area from the component body, or the use of a specific heat sink.

The relevant specification may specify different conditions where the geometry of the terminations
renders the above procedure impracticable.

Surplus solder which has remained on the test surface of the iron from a previous test shall be
wiped off.

The iron and the solder shall, unless otherwise specified, be applied to the termination for 2sto 3 s
at the position stated in the relevant specification. During this period of time the iron shall be kept
stationary

Any flux residue shall be removed with 2-propanol (isopropanol) or with ethyl a

4.7.4 Requirements

Ingpection shall be carried out under adequate light with normal eje
of a magnifier capable of giving a magnification of 4 X to 10 x.

The solder shall have wetted the test area and there shall benodrop

4.8 Method 3: Solder globule at 235 °C

Th
by th
solde

4.8.2 Conditi
4.8.2.1 54

Solder in Appendix B are related to the wire diameter as follows:

Nominal wire diameter Nominal pellet weight

(mm) (mg)
1.2 to0.75 200
0.74 to 0.55 125
0.54 to 0.25 75
0.24 and less 50

Note. — For admissible deviations from nominal weight, see Clause B3 of Appendix B.

4.8.2.2 Temperature of the iron pin

The apparatus shall be so adjusted that the temperature measured as indicated in Appendix D,
Figures 4 and 5, page 50, is maintained at 235 + 2 °C,


https://iecnorm.com/api/?name=122fae0e658ad1fc86c306533b778843

— 20 —
4.8.2.3 Flux

Le flux doit consister en une solution de 25% en masse de colophane dans 75% en masse de
2-propanol (isopropanol) ou d’alcool éthylique, comme spécifié dans ’annexe C.

Lorsqu’un flux non activé ne convient pas, la spécification particuliére peut prescrire d’utiliser
le flux ci-dessus, additionné de chlorhydrate de diéthylamine (pureté « réactif pour analyse »)
a concurrence de 0,5% de chlorure (exprimé en chlore libre par rapport & la quantité de colophane.

4.8.3 Mode opératoire

IS s A essayer AOIVENT 8ITe & Peu Pres TeCHENes et S T e5t IECESSaiTe o Pratique, ith peuvent

€tre détachés du spécimen avant P’essai.

Ne pas nettoyer les fils avant ’exécution de ’essai de soudabilité. Sida spéd culicre le
prescrit, les fils sont dégraissés par immersion dans un solvant org S sérature du
laboratoire.

11 faut que le résidu d’alliage de I’essai précédent soit reti auf 07 ge, avant
qu’une nouvelle pastille d’alliage, choisie conformément.aux pre i e 4.8.2.1,

ne soit placée sur le bloc chauffant.

Le flux est appliqué sur le fil, soit en le plongeant dans)le flu
en place sur ’appareillage d’essai. i insd€ flux
fusion pour la nettoyer, la désoxyd i

squ’il est
i appliqué a la goutte d’plliage en
ement la broche de fer.

he en fer.

la broche
bur du fil,
liére.

tage ne doit pas avoir moins de 40 mm de profondeur ni un volume inférieurfa 300 ml.
Ialliage contenu dans le bain est conforme a ’annexe B. La température de 1’alliage avanft I’exécu-
tion de ’essai doit étre de 260 4 5 °C.

49.2 Mode opératoire

Maintenir propre et brillante la surface de I’alliage en fusion en la raclant, immédiatement avant
chaque essai, avec une piéce de matériau approprié.

Plonger d’abord la sortie A essayer dans le flux décrit au paragraphe 4.6.2, a la température du
laboratoire, et éliminer I’excés de flux par un égouttage de durée appropriée ou par tout autre moyen
pouvant donner des résultats similaires. En cas de contestation, il faut procéder a I’égouttage pendant
1 min 4 5.


https://iecnorm.com/api/?name=122fae0e658ad1fc86c306533b778843

— 21 —

4.8.2.3 Flux

4.8.3

4.8.4

49 De-w

4.9.1

4.9.2

The flux to be used shall consist of 25% by weight of colophony in 75% by weight of 2-propanol
(isopropanol) or of ethyl alcohol, as specified in Appendix C.

When a non-activated flux is inappropriate, the above flux with the addition of diethylammonium
chloride (analytical reagent grade), up to an amount of 0.5% choride (expressed as free chlorine
based on the colophony content), may be used as required by the relevant specification.

Procedure

Wires for test shall be substantially straight and, if necessary or convenient, they may be detached
from} a specimen prior to testing.

The wires shall not be cleaned prior to the application of a solderability tg
releyant specification, the wires shall be degreased by immersion in a neutrald
roorp temperature.

T
before a new solder pellet, selected in accordance with Sub-clausg
soldering block.

in tHe test apparatus. A small amount of flux is also applied to t}
thatlit is clean and free from oxides, and tha

Requirements

The time elapsing be
and [that when the soldg
shal

ire Bisects the solder and touches the iron pir,
wire, is the soldering time. Its maximum valgye

Note|

De

The solder\Bath shall be not less than 40 mm in depth and not less than 300 ml in volume. The
batl shall contain Solder as specified in Appendix B, and the temperature of the solder in the bath
prior to'the test shall be 260 4 5 °C.

Procedure

The surface of the molten solder shall be wiped clean and bright with a piece of suitable material
immediately before each test.

The termination to be tested shall be immersed first in the flux described in Sub-clause 4.6.2 at
laboratory temperature and excess flux shall be eliminated either by draining off for a suitable time,
or by using any other procedure likely to produce a similar result. In case of dispute, drainage shall
be carried out for 1 min 4+ 5s.
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Plonger alors immédiatement la sortie suivant son axe longitudinal dans le bain d’alliage en fusion.
Le point d’immersion de la sortie ne doit pas étre & moins de 10 mm des parois du bain.

La vitesse d’immersion doit étre de 5 4- 2 mm/s et la sortie doit rester immergée pen-
dant 5,0 4+ 0,5 s, le corps du composant restant au-dessus de I’alliage en fusion, a la distance que
prescrit la spécification particuliére. Le spécimen est alors sorti du bain & ]a méme vitesse.

Lors du retrait du bain d’alliage, maintenir verticale la surface essayée de la sortie jusqu’a soli-

dification de ’alliage.

Enlever les résidus de flux éventuels avec du 2-propanol (isopropanol) ou de I’alcool éthylique.

Prescriptions

L’examen doit étre effectué sous un éclairage adéquat, a I’ceil nu on’a

grossissement de 4 X 3 10 X.

région.

Recommencer 1’essai ci-dessus.

ayant un

hnte, avec
uillées ou
une seule

oméne de retrait de mouillage peut se
deux périodes de 5 s chacune fle fagon a
qué par un nouveau mouillage de la surface.

i la spécification particuliére le prescrit, effectuqr les véri-

clus dans la spécification particuliére, les détails suivants ddivent étre

b) Les mesures initiales

Paragraphes

4.3.21 4.8.3
.4

¢) La méthode de vieillissement (si prescrit)

d) La méthode d’essai

e) Le flux activé, s’il est prescrit

f) La profondeur et la durée d’immersion (si elle différe de 2 s)
g) L’absence éventuelle d’écran thermique

h) La forme du fer a souder (A ou B)

i) La distance de la surface d’essai au corps du composant ou I’emploi d’un

dissipateur thermique

4.5
4.6, 4.7 ou 4.8
4.6.2,4.8.2.3
4.6.3,49.2
4.6.3
4.7.3

4.7.3
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4.9.4
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The termination is then immersed immediately in the solder bath in the direction of its longitudinal
axis. The point of immersion of the termination shall be at a distance not less than 10 mm from the

walls of the bath.

The speed of immersion shall be 5 + 2 mm/s and the tefmination shall remain immersed for
5.0 4 0.5 s with the body of the component at the distance above the solder prescribed in the relevant

specification. The specimen is then withdrawn at the same speed.

On withdrawal from the solder bath, the termination shall remain with the test surfaces vertical

until the solder solidifies.

Any flux residue shall be removed with 2-propanol (isopropanol) or ethyl alcohol.

Requirements

Inppection shall be carried out under adequate light with normal eyesight g
a magnifier capable of giving a magnification of 4 X to 10x.

THe dipped surface shall be covered with a smooth and bright soldé
small amounts of scattered imperfections such as pin-holes or un»
impdrfections shall not be concentrated in one area.

The above test shall then be repeated.

A tgtal immersion of 10 s is required besa
be dfvided into two periods of 5 s each in o
subsg¢quent re-wetting.

Final measurements

The specimens shall be
and mechanically’checke

Infonmation to begive

{1

When thiscest Tsd ed Tn elevant specification, the following details shall be given as far ds
they [are 2

Sub-clause
a)| Whether degreasing is required 4.3.2,4.8.3
b)| Juitial measurements 4.4
¢) Ageing method (if required) 4.5
d) Test method 4.6,4.7 or 4.8
e) Whether activated flux shall be used 4.6.2,4.8.2.3
J) Immersion depth and time (if not 2 s) 4.6.3,4.9.2
g) Whether a thermal screen is to be used 4.6.3
h) Size of soldering iron (A or B) 4.7.3
i) Distance of test area from component body or use of a heat sink 4.7.3
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Paragraphes

Jj) Les modalités d’essai différentes, si la forme des sorties les rend nécessaires 473
k) La position du fer a souder 4.7.3
I) La durée d’application du fer a souder (si elle différe de 252 3 5) 473
m) Temps de soudage 4.8.4
n) L’essai de retrait de mouillage, s’il est prescrit 4.9

o) La profondeur d’immersion 49.2
p) Les mesures finales 4.10

@%
&
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Jj) Different test conditions, if required by geometry of termination

k) Position of the soldering iron

1) Application time of soldering iron, if not 2sto 3 s

m) Soldering time

n) Whether the de-wetting test is required

o) Immersion depth

p) Final measurements

Sub-clause

473
413
4.7.3
4.8.4
4.9
49.2
4.10

23

@%
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5. Essai Th: Résistance des composants a la chaleur de soudage

5.1

Objet

Déterminer 1’aptitude d’un spécimen a résister aux contraintes thermiques produites
le soudage.

5.2 Description générale de I’essai

54

Cet essai prévoit trois différentes méthodes, a savoir:

z . H 3 M 3 hairal

Méthode 1B: Bain d’alliage a 350 °C
Méthode 2:  Fer a souder 3 350 °C

par

Les méthodes 1A et 1B sont identiques a la méthode 1 de Vessai en ct S e le. mode

La méthode 2 est identique & la méthode 2 de I’essai N : 5 qué sur la

surface a essayer pendant 10 s.

tité de colophane).

Mesures initiales
rticuliere le prescrit, effectuqr les véri-
| Meéthode 1A: Bain a
}.1 Bain d’alliage
Le bai 1age i avoitnmoins de 40 mm de profondeur ni un volume inférieurja 300 ml.
L’alliage cqn S Al it €tre conforme a ’annexe B. La température de ’alliage avant
Pexécutiq :
}.2
4.2.1 grun flux/contenant 25% en masse de colophane dans 75% en masse de 2-propanol

gu d’alcool éthylique, additionné de chlorhydrate de diéthylamine (puretg « réactif
e/$) 4 concurrence de 0,5% de chlorure (exprimé en chlore libre par rapport 4 la quan-

5.4.2.2 Lorsque I’essai fait partie d’une séquence d’essais et qu’il est exécuté avant un essai d’humidité,
un flux non activé comprenant 25% en masse de colophane dans 75% en masse de 2-propanol
(isopropanol) doit étre utilisé. Dans ce cas, il faut effectuer I’essai sur des éprouvettes présentant une

surface qui a satisfait a I’essai Ta, Soudabilité¢, méthode 1, au cours des dernieres 72 h.

5.4.3 Mode opératoire

Maintenir propre et brillante la surface de I’alliage en fusion en la raclant, immédiatement avant

chaque essai, avec une piéce de matériau approprié.
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5. Test Th: Resistance of components to soldering heat

5.1 Object

To determine .the ability of a specimen to withstand the heating stresses produced by soldering.

5.2 General description of the test

The test provides three different methods, i.e.:
Method 1A: Solder bath at 260 °C

Method 1B: Solder bath at 350 °C
Method 2:  Soldering iron at 350 °C

5.3 Initidl measurements

The specimens shall be visually examined
the felevant specification.

pically checked as required By

5.4 MetHod 1A: Solder bath at 2

5.4.1 Solder bath

The solder ba S : : 7 in depth and not less than 300 m! in volume. The
bath shall contain sg ifted A th
prior to the test sha

542 Flux

5.4.2.1 The f{ :
(isopropanol) ®r ethyhalcohol with the addition of diethylammonium chloride (analytical reage
grade) to-am amount0f 0.5% chloride (expressed as free chlorine based on the colophony conten

5.4.2.2 When the test forms part of a test sequence and is applied prior to a humidity test, a non-activated
flux comprising 25% by weight of colophony in 75% by weight 2-propanol (isopropanol) or ethyl
alcohol shall be used. In this case, the test shall be made on specimens which have a surface which
has satisfactorily passed the solderability Test Ta, Method 1, within the previous 72 h period.

5.4.3 Procedure

The surface of the molten solder shall be wiped clean and bright by wiping with a piece of suitable
material immediately before each test.
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Plonger 1a sortie 4 essayer d’abord dans le flux décrit au paragraphe 5.4.2, 4 la température du
laboratoire, puis suivant son axe longitudinal dans le bain d’alliage en fusion. Le point d’immersion

de la sortie ne doit pas étre 2 moins de 10 mm des parois du bain.

L’immersion de la sortie, jusqu’a une distance de 2,0 mm a 2,5 mm du corps du composant ou de
son plan de siége (sauf prescription contraire dans la spécification particuli¢re), doit &tre achevée en
un temps ne dépassant pas 1 s. Laisser la sortie immergée a la profondeur spécifiée pendant 'une des

&

durées suivantes, selon ce que prescrit la spécification particuliére:

a)5+1s

b A TR I« W . |
U0 =TS

sur circuit imprimé doit étre inférieure a 4 s.

pondant aux dimensions des sorties.

Lorsque la spécification particuliére prescrit \I'utilisati
I’essai, elle doit préciser le type etla taille du dissipate
de la méthode de soudage utilisée

5.5 Mdéthode 1B: Bain d’alliage a 350 %

5.5.1 Bain d’alliage

5.6 (Méthode 2: Fer a souder & 350 °C

Note. — La durée d’immersion de 5 s est surtout prévue pour les composants sénsi a chaleur et
montage sur circuits imprimés. Il convient de prévenir I’utilisateur de tels komposants(Que la durée

Ipateur thermiqug
iSey, caractéristiques qui dépendent

Le bain d’alliage doit et ném s celui qui est prescrit au paragraphe 5.4.1 mais a 12

destinés au
de soudage

pmposant
us corres-

pendant

tempéra-

que celui qui est prescrit au paragraphe 5.4.3 mais avec un temps d’im-
oute ’opération d’immersion, depuis la plongée jusqu’au retrai

L, doit étre

5.6.1 Description du fer a souder

Selon le paragraphe 4.7.1.

La spécification particuliére doit indiquer si ’on doit utiliser un fer de forme A ou B.

5.6.2 Alliage et flux

Selon le paragraphe 4.7.2.
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The termination to be tested shall be immersed first in the flux described in Sub-clause 5.4.2 at
laboratory temperature, and then in the solder bath, in the direction of its longitudinal axis. The
point of immersion of the termination shall be at a distance not less than 10 mm from the walls of

the bath.

Immersion of the termination to within 2.0 mm to 2.5 mm from the component or seating plane,
unless otherwise specified in the relevant specification, shall be completed in a time not exceeding
1 s. The termination shall remain immersed to the specified depth for one of the following durations,

as prescribed in the relevant specification:

a)S+1s

5y 10 F Is

Note.|— The shorter immersion time of 5 s is mainly intended for heat-sensitive component:

Unless otherwise prescribed in the relevant specification, a screg

of 1.5 4 0.5 mm thickness, with clearance holes appropriate to the
placeld between the body of the component and the molten solder.

heat)si

ould @)velate

When the relevant specification prescribes the use o
details of the size and type of heat shunt tg/be used
prodpiction soldering.

5.5 Methad 1B: Solder bath at 350 °C

5.5.1 Solder bath

The solder bath.shal

350 4- 10 °C. Q

5.5.2 Prodedure

3.5 4 .
in not more tha g than 3.5 s.

5.6 Methdd 2 Soldering iron at 350 °C

k¢during thi_s est, it shall give ful
to the method used fo

bed in Sub-clause 5.4.1 but at a temperature of

The procedyre shallybe as prescribed in Sub-clause 5.4.3 but with an immersion time o

—

£ =2

5.6.1 Description of soldering iron

As prescribed in Sub-clause 4.7.1.

The relevant specification shall state whether iron A or iron B is to be used.

5.6.2 Solder and flux

As prescribed in Sub-clause 4.7.2.
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5.6.3 Mode opératoire

Selon le paragraphe 4.7, méthode 2, avec le fer & souder de I’essai Ta, en appliquant le fer sur la
surface de la sortie pendant 10 4 1 s.

La spécification particuli¢re des composants sensibles a la chaleur doit spécifier la distance 3 res-
pecter entre la zone d’essai et le corps du composant, ou prescrire 1’usage d’un dissipateur déterminé.

5.7 Reprise

Le spécimen est placé dans les conditions atmosphériques normales d’essai prescrites dans la
Publication 63-T de la CE1: Essais fondamentaux climafiques et de robustesse mécanique, |Premiére
partie: Généralités, pendant 30 min ou jusqu’a ce que la stabilité thermiqpe ait €t atteintd.

D

Note. — 1l peut arriver qu’avec certains composants, tels que des semi-conducteyfs'e ateurs, leq propriétés

électriques ne soient stabilisées que plusieurs heures aprés que la stabi

5.8 Mesures finales

8 prescrit, effectuer fes vérifi-

5.9

particuliére, les détails suivants doipent étre

Paragnaphes

a) Les mesures initi 5.B

b) La méthode dlgssal liqug 5.4, 5.5|ou 5.6

c) La :

du corps d 543
54.3
54.3
5.6.1
un dissipateur déterminé 5.4.3

h )\ Les mesures finales 5.8
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5.6.3 Procedure

As prescribed in Sub-clause 4.7, Method 2, Soldering iron of Test Ta, but with the iron applied to

the test surface of the termination for 10 4- 1 s.

For heat-sensitive components, the relevant specification shall specify the distance of the test area

from the component body, or the use of a specific heat sink.

5.7 Recovery

The specimen shall r
1IEC ication 6% 5 0
30 min, or until thermally stabilized.

by an—63 R UIr O o a = acad o o
BHEaH0 O T oahc—1 R o o Sa- = 2 —IFC

Note. |— It may occur with certain components, such as some semiconductors and capa
properties are stabilized only some hours after heat stability is reached.

5.8 Final measurements

The specimens shall be visually examined and electrically andmec
the rglevant specification.

5.9 Information to be given in the relevant speci

When this test is included in the relevant specificatio
they are applicable:

ollowin g

a) |Initial measurements
b) |Test method to be|applied

c) p 2.5 mm from the component
d)
e) n 15 Bot t¢ be used and details of a heat sink, if
f)
g) area from the component body or use of a specific heat

Final measurémeiits

emain under standard atmospheric conditions for testing as prescribed i

a a od

Sub-clause
53
54,5.50r5.6
543

54.3

5.4.3
5.6.1

5.6.3
5.8

details shall be given as far a

n

p
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6. Essai Tc: Soudabilité des cartes imprimées et des stratifiés plaqués

6.1 Objet

Déterminer la soudabilité et les retraits de mouillage des surfaces qui doivent étre soudées sur:

a) des stratifiés plaqués sur une ou deux faces;
b} des cartes de circuits imprimés simple ou double face, avec ou sans trous métallisés;

c) des cartes de circuit imprimé multicouches.

Note. — Chaque face des cartes double face doit étre essayée séparément.

6.2

6.3

Description générale de Iessai

Une éprouvette rectangulaire,
imprimé simple ou double face, ¢
jectoire circulaire & axe horizontal
en fusion. On régle le temps de

: Cartes imprimées. Deuxié¢me partie: ]
dé mouillage de I’éprouvette.

oduction
é ou ala

is$e la faire

i- dessous

nﬁe circuit
une tra-

c Palliage
mesure a
uvrement
Méthodes

ur déter-

de cixcuit imprimé simple ou double face, avec ou sans trous métallisés: uJiliser une

¢) de cartes de circuit imprimé multicouches: utiliser une portion appropriée des p

tes de la

aquettes-

témoins (2 I’étude).

Les éprouvettes b) et ¢} doivent étre fabriquées en méme temps et dans les mémes conditions que

le lot de fabrication des cartes imprimées.

Si I’éprouvette d’essai &) ou ¢) n’est pas prélevée sur 'une des plaquettes-témoins de la CEI,
les largeurs de conducteurs, les écarts entre eux, les pastilles, les trous et les effets de shunt thermique
doivent étre considérés. L’éprouvette doit exclure les configurations de conducteurs, etc., susceptibles
d’affecter I’appréciation de la soudabilité. L’essai n’a pas pour objet de vérifier si un dessin particulier
de carte est soudable. C’est pour vérifier la soudabilité du cuivre ou des métaux déposés que I’éprou-

vette devra étre choisie.
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6. Test Tc: Solderability of printed boards and metal-clad laminates

6.1 Object

To determine the solderability, and to incorporate a test procedure for de-wetting, of areas required
to be solderable on:

a) single or double-sided metal-clad laminates;

b) single or double-sided printed wiring boards, with or without plated-through holes;

¢) multilayer printed wiring boards.

Note.

— Double-sided boards shall have each face tested individually.

6.2 Gene

M
thro
am
desc]

A
boa
axis
cont
ated

Prinfed Boards.

e

The specimen g

6.3 Speci

Sub-

a

b)

¢)

kal description of the test

ass soldering of printed wiring board assemblies is a manufact y
ughout industry. One method uses flow, or wave, soldering whe o
ving carrier so that it can be passed over a standing wave of e
ribed below is to provide a reproducible assessment of the a

rectangular specimen cut from metal- or deuble-sided printed wirigg
d is fluxed and then conveyed fluxihg at \corstant ¢ i 4 al
so that the test face makes contact wit is

in accordance with I E C Publicationg 249 agerials for Printed Circuits and 326-

&

clause 6.
sin -clad laminate: an unetched specimen shall be used.
stngle © printed wiring boards, with or without plated-through holes: an ap-
propri g hetypical test patterns given in the relevant parts of the series of 1E|C

Publication 326.
multilayer printed wiring boards: an appropriate part of the typical test patterns (und

143
-

consideration).

Test specimens b) and ¢ shall be manufactured at the same time and under the same conditions
as the manufacture of the production batch of printed wiring boards.

When the test specimen b} or ¢) is not cut from any of the I E C test patterns, the conductor widths,
insulation gaps, lands, holes, and thermal shunt effects shall be considered. The test specimen shall
exclude conductor configurations, etc. likely to affect the assessment of solderability. It is not the
intention to prove whether a specific design of board will solder. The specimen should be selected to
test the solderability of the copper or deposited metals.
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6.4 Appareil d’essai
6.4.1 Bain d’alliage

Utiliser un bain d’alliage approprié, d’une profondeur de 40 mm au moins. S’il est circulaire, le
diamétre du bain ne doit pas étre inférieur a 120 mm et, s’il est rectangulaire, il ne doit pas étre de
dimensions inférieures & 100 mm X 75 mm.

6.4.2 Déplacement de I’éprouvette

Employer un dispositif mécanique pour déplacer I’éprouvette a vitesse constante, sans aucun arrét

ppndqnf rlll’P"P est au cantact de ]’nlliagpa suivant une frsljp(‘tnirp circulaire 3 axe hnri7nnff], de telle

oit passer
re la face
ition suggé-

buvette et

er la pro-

arConséquent permis d’utiliser
&ventualité (voir paragraphe 6.4.3).

6nque, a condition de maintenir ’dprouvette

¢ ’éprouvette dans le sens du déplacement doit étre

C 1’éprou-
lermique ;

en fusion.
¢'I’aiguille doit étre placée prés de I’éprouvette et tre sur le méme axe et le mgme rayon
de rotation que le milieu de la face en essai de 1 eprouvette L’alguxlle doit etre isolée du syipport de

Comme la dimension de ’aiguille peut affecter le temps enregistré, chaque appareil doit étre
étalonné pour la disposition utilisée.

6.4.5 Nettoyage de I’alliage

Fixer sur P’appareil d’essai une bande de 50 mm de large d’un matériau approprié, de telle sorte
qu’elle précéde de 10 mm au maximum 1’éprouvette durant le cycle de I’essai, de fagon a éliminer les
oxydes ou les résidus de flux de la surface de I’alliage avant la présentation de I’éprouvette.
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6.4 Test apparatus

6.4.1 Solder bath

A suitable solder bath of depth not less than 40 mm shall be used. If round, the bath shall be not
less than 120 mm in diameter, and if rectangular, not smaller than 100 mm X 75 mm.

6.4.2 Conveyance of specimen

A mechanical device shall convey the specimen at constant speed, without any stop while in contact
with the solder, in a circular path about a horizontal axis, so that the test face makes contact with the

molt|

(see

Th

Sub-

TH

6.4.3 Spe

Th
(see

those part
the specimen\at

the holder doé

6.4.4 Tinding device

TH
by a
shall

timer activated by the'electrical contact of a needle with the molten solder. The tip of the need
be located adjacent to the specimen, and it shall be on the same axis and radius of rotation as tH

whi

ceng:1 of\the test face of the specimen. The needle should be insulated from the specimen holdg

cafries it (see Appendix E), and shall be kept clean between tests.

en solder. The radius of rotation shall pass through the centre of the face of the specimen, dt
right| angles, and the distance between the test face and the axis of rotation shall be 10084+-5\m1h

As the dimensions of the needle can affect the recorded time, each equipment shall be calibrated
for the arrangement used.

6.4.5 Solder cleaning

A strip of suitable material 50 mm wide shall be mounted on the test apparatus in such a way that
it precedes the test specimen by a maximum of 10 mm during the test cycle in order to remove oxide
or flux-residue from the solder surface before the specimen is introduced.
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6.5 Alliage

Le bain doit contenir de ’alliage dont la composition et la température de fusion sont spécifiés
dans I’annexe B. La température de I’alliage dans le bain, immédiatement avant 1’essai, doit &tre
conforme & celles spécifiées dans les Publications 249 et 326-2 de 1a CEI, selon les prescriptions de
la spécification particuliére.

6.6 Flux

La spécification particuliére doit prescrire I'utilisation d’un des trois flux dont la composmon est
donnée ci-aprés:

6.6[T 23% en masse de colophane dans 75% en masse de 2-propanol (isopropanol) ou d’alcool dthylique

(comme spécifié dans ’annexe C).

« réactif
A [quantité

6.6.2 Meéme flux qu’au paragraphe 6.6.1, additionné de chlorhydrate de Qi
pour analyse ») a concurrence de 0,2% de chlorure (exprimé en chlore
de colophane).

6.63 Meéme flux qu’au paragraphe 6.6.2, mais avec une teneur¢

6.7| Vieillissement accéléré

6.8| Mode opératoire

6.8.1 Généralités

Régler! § définies

respectivem

immer-

ule bien
irer alors
rous qui
3 S exces de
flux 'en plagant’1’éprouvette dans un plan vertical pendant 5 min, jusqu’a ce que le flux devienne
poisseux. Fixer I’éprouvette a ’appareil d’essai et commencer le cycle de soudage.

6.8.2 Soudabilité — Temps de contact avec I’alliage

a) Mouillage
Laisser les éprouvettes d’essai en contact avec I’alliage en fusion pendant la durée appropriée,
spécifiée dans les Publications 249 et 326-2 de la CEL

b) Retrait de mouillage

Laisser les éprouvettes d’essai en contact avec I’alliage en fusion pendant la durée appropriée,
spécifiée dans les Publications 249 et 326-2 de la CEI. : .
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6.5 Solder

The bath shall contain solder of chemical composition and melting temperature range as specified
in Appendix B and the temperature of the solder in the bath immediately prior to the test shall be in
accordance with that stated in I E C Publication 249, or I E C Publication 326-2, as required by the
relevant specification.

6.6 Flux

The relevant specification shall prescribe the use of one of the three fluxes, the compositions of
which are as follows:

6.6.3 Flu

6.7 Accelerated ageing

If cfQre i derability, the procedure fo
be a ]

6.8 Test procedure

6.8.1 General

ith
the procedure prescribed\in t
The depth of i n
Subiclauses 6.4.

T i epa in ae ance With Sub-clauses 6.3 and 6.8.1 shall be fluxed by dipping
ino 8s spect 3 Sub '

T ill
flow easi T
pulled ow bd
(e.g iqal
plane for S-min until the ﬂux becomes tacky. The specimen is fixed to the test apparatus and the

soldering cycle is commenced.

6.8.2  Solderability — Time of contact with solder

a) Wetting

Test specimens shall remain in contact with the molten solder for the appropriate time specnﬁed
in 1E C Publications 249 and 326-2.

b) De-wetting

Test specimens shall remain in contact with the molten solder for the appropriate time specified
in I E C Publications 249 and 326-2,
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6.9 Evaluation de la soudabilité et du retrait de mouillage

A lav fin de I’essai, éliminer les résidus de flux 4 I’aide d’un solvant approprié comme le 2-propanol
(isopropanol) ou I’alcool éthylique.

Effectuer ’examen, sous un éclairage approprié, & ’aide d’une loupe de grossissementde 8 x 412 X.

Note. — Les prescriptions relatives i la soudabilité et au retrait de mouillage ainsi qu’un plan d’échantillonnage
approprié sont spécifiés dans les Publications 249 et 326-2 de la CEL :

6.10  Renseignements devant figurer dans la spécification particuliere

Paragyaphes
a) Température du bain d’alliage 6.5
b) Type de flux p
¢) Viceillissement accéléré, si prescrit Al
d) Mode de nettoyage des éprouvettes d’essai 6.8]1

@%
e
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6.9 Evaluation of solderability and de-wetting

At the completion of the test, flux residues shall be removed with a suitable solvent such as
2-propanol (isopropanol) or ethyl aicohol.

Inspection shall be carried out under adequate light with the assistance of a magnifier capable of
giving a magnification of between 8 X and 12 X.

Note. — The requirements for solderability and de-wetting and a suitable sampling scheme are specified in IEC
Publications 249 and 326-2.

6.10 Information to be given in the relevant specification

Sub-clause

Temperature of solder in bath

Type of flux
Method of accelerated ageing, if required
Cleaning procedure for test specimens

SR AR

Q
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ANNEXE A

EXEMPLE D’APPAREILLAGE POUR VIEILLISSEMENT ACCELERE A LA VAPEUR
D’EAU BOUILLANTE

Arrivée d'eau de
refroidissement

CD ' \ Sortie d'eau de
’X(_ refroidissement

Pince de support du ballon -

Bec de bécher partiellempent
obturé par un rouleau d¢
papier filtre en fibre de

Espace réservé aux
spécimens, hauteur
approximative 75 mm,

diamétre approximatif\ verre
125 mm
Support des épro vets
(disque filtrafit en e Bécherde?2 I, en verre qu
porcelainen par borosilicate
des baguettesd rre) X )
\- 800 cm?® d'eau désionisé

L]

A

Plaque chauffante de 750 W
—a——— avec régulation de la
puissance
P) )
089/79

* Note. — Eviter de placer les spécimens sous la partie la plus basse du ballon, pour éviter les gouttes d’eau qui tombent.

FIGURE 3
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APPENDIX A

EXAMPLE OF APPARATUS FOR ACCELERATED STEAM AGEING PROCESS

Cooling water in \

Cooling water out
[ Clamp to support flask \ [L®
O
P
2

. < ) Beaker spout closed with
. v/‘ oose fitting roll of glass

Space for specimens, // fibre filter paper

height approx. 75 mm,

diameter approx. 125 mm “__|

Speg¢imen support
(porfelain filter di aised —
on dlass rods) *

le— 2| capacity beaker of
borosilicate glass

\

800 cm?® deionised water

Anti-bumpi

750 W hotplate with energy
(*— regulator

089179

* Note. — Specimens should not be placed under the lowest portion of the cooling flask because of dripping water.

FIGURE 3
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ANNEXE B
SPECIFICATION DE L’ALLIAGE POUR SOUDAGE

L’alliage utilisé doit satisfaire aux conditions suivantes:

Bl. Composition chimique

La composition en masses relatives doit &tre la suivante:

Etain 59% 4 61%

Antimoine 0,5% maximum
Cuivre 0,1% maximum
Arsenic 0,05% maximum
Fer 0,02% maxipim

Plomb

admium, en|quantités

B2

tain est la suivante:
183 °C
188 °C

B3

depastilles dont le poids s’écarte de 4= 10% de leur pdids nomi-
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